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1. 서론
반도체를포함한여러전자부품을실장해야하는전자기판

(PCB)은 전자부품의변화와발전에대응하여발전하고있다.

그에따라미세배선을가공하는배선형성기술, 고다층을위

한 적층기술, 콤팩트한기판을구현하는빌드업기술등이

개발 및 적용되고 있다[1, 2].

빌드업기술은다층기판의각층을순차적층하여배선과

비아홀의밀도를높이는기술이다. 배선과비아홀의밀도를

높이는 만큼 콤팩트한 전자기기를 구현할 수 있으므로 최근

의 모바일 기기에 널리 적용되고 있다[3, 4].

빌드업기술의핵심은각층별로비아홀을가공하는작업

이며, 이는추가적인작업시간과비용이필요하다. 이때문에

먼저일괄적층으로내층을제조한후, 외층을중심으로빌드

업 층을 형성하는 ‘부분’ 빌드 업 기술이 주로 사용된다[1].

[그림 1]은 감광성 수지를 이용한 부분 빌드 업 공정이다.

그림 (a)는 일괄 적층된 내층으로, 각각의 층을 제작한 다음

프리프레그(Prepreg)를 층간에 넣고 한 번에 적층하여 만든

다. 그림 (b)는 일괄적층된내층에액상의감광성수지를코

팅한 후, 건조, 노광, 현상, 경화의 과정을 거쳐 비아 홀이 될

개구부(Window)를 형성한 것이다. 다음으로 그림(c)는 감광

성 수지 위에 무전해 및 전해 동도금을 실시한 상태이다. 다

음으로 그림 (d)는 감광제인 드라이 필름(Dry Film)을 밀착

한 후 노광, 현상, 부식의 사진형성공정(Photo Lithography)

으로 그림(c) 단계에서 도금한 동박을 패터닝(Patterning)하

여 배선 및 비아 홀을 형성한 상태이다.

[그림 1] 부분 빌드 업 공정(감광성 수지 사용)

[그림 1]에 보인 감광성 수지를 이용한 부분 빌드 업 기술

은감광성수지및기판동도금에대한 2번의패터닝이필요

하다. 또한 부식법으로 패턴을 형성하므로 측면부식(Side

Etching)으로부터도 자유롭지 못하다는 문제가 있다.

[그림 2]는 RCC(Resin Coated Copper)를 이용한부분빌드

업공정이다. 그림 (a)는 일괄적층된내층이고, 그림 (b)는 내
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요 약
본논문에서는도금 레지스트를이용하여배선및비아홀을형성하는새로운빌드업공정을제안하였다. 본 논문에
서 제안한 공정은 개구부를 미리 만들고, 그 형상을 따라 배선과 비아 홀을 형성하므로 배선과 비아 홀을 형성하기
위한별도의동도금과사진형성공정필요없고, 측면부식의문제도해결된다. 또한외층배선의동박두께가얇아지므
로 미세 배선을 가공하는 데에도 유리하다.
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층에 RCC를적층한모습이다. RCC는절연성수지에동박을

접착한것이므로한번의작업으로그림과같이배선층을형

성할수있다. 다음으로그림 (c)는 드라이 필름에의한사진

형성공정으로 동박을 패터닝 한 다음, 레이저나 플라즈마로

절연성 수지를 제거한 모습이다. 그림 (d)는 기판 전체를 무

전해및전해동도금한후, 또 한번의사진형성공정으로배

선 및 비아 홀을 형성한 상태이다.

[그림 2] 부분 빌드 업 공정(RCC 사용)

[그림 2]에 보인 RCC를이용한부분빌드업기술도 2번의

패터닝이필요하다는번거로움이있고, 부식법을사용하므로

측면부식의문제도여전히존재한다. 나아가 RCC의동박위

에또한번의도금이이루어져동박의두께가증가하므로미

세 배선을 가공하는데 한계가 있다.

2. 도금 레지스트에 의한 빌드 업 기술

[그림 3]은 본 논문에 따른 도금 레지스트에 의한 배선 및

비아 홀 형성 공정의 흐름도이다. 이 공정의 핵심은 드라이

필름을 도금 레지스트로 사용하여 배선과 비아 홀을 형성하

는것이다. 이 공정을 적용하면, 기존의공법보다빌드업공

정이 단순해지고 측면 부식의 문제도 해결할 수 있다.

[그림 4]는 [그림 3]의흐름도를단계별로나타낸공정도이

다. 그림 (a)는일괄적층된내층이고, 그림 (b)는 내층의전면

에감광성수지를코팅한후사진형성공정으로패터닝한모

습이다. 또한 그림 (c)는 감광성수지패턴위에드라이필름

을 밀착한 후 패터닝 한 모습이다.

[그림 3] 도금 레지스트에 의한 배선 및 비아 홀 형성

[그림 4] 도금 레지스트에 의한 배선 및 비아 홀 형성

[그림 4]의 (d)는 기판 전면에무전해및전해동도금을실

시한모습으로, 드라이필름이없는곳에만동이도금되었다.

이는 드라이 필름이 도금을 막는 레지스트로 작용하였기 때

문이다. 다음으로 그림 (d)는 역할을 다한 드라이 필름을 박

리(Stripping)하여 배선 및 비아 홀을 완성한 모습이다.

[그림 4]에 보인도금 레지스트에의한배선및비아홀형

성공법에따르면, 비아홀은 [그림 4]의 (c)의단계에서만들

어진 개구부의 형상을 따라 (d) 단계의 도금에 의해 패터닝

없이만들어진다. 이때문에이를컨포멀(Conformal) 비아홀

이라한다. 배선도비아홀과마찬가지로개구부 형상을따라

형성되므로 별도의 패터닝 작업이 필요 없으며, 측면 부식의

문제도 해결된다.

[그림 4]를살펴보면, 동박이아닌감광성소재(감광성수지

및드라이필름)에 대한패터닝만으로배선과비아홀을형성

할 수 있으므로 공정이 단순해진다. 또한 외층 배선이 한 번
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의도금만으로형성되므로동박의두께를얇게조절할수있

으며, 미세 배선 패턴을 가공하는데 유리하다.

3. 결론
본논문에서는도금 레지스트를활용하여배선및비아홀

을 형성하는 새로운 빌드 업 공정을 제안하였다. 본 논문에

따르면, 배선과 비아 홀은 미리 형성해 둔 개구부 형상을 따

라컨포멀방식으로형성된다. 따라서배선과비아홀을형성

하기위한 별도의동도금과사진형성공정에의한패터닝작

업이필요없고, 측면부식의문제도해결된다. 또한 한번의

도금만으로 외층 배선을 형성하므로 동박 두께를 기존의 공

법보다 얇게 만들어 미세 배선을 가공하는 데에도 유리하다.
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